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Part no. / Part marked/ | Quality class/| Contact plating/ Capacitance value/ . e .
Art.-Nr. / Bedruckung: Gutestufe: Kontakt Veredelung: Kapazitatswert: Ie(;]h n | (;13| DS ?ec ification/
24-002123 3 Gold flash over nickel w
ggld g‘-berr] NingI - — Working voltage/ 100 VvDC
uin hard gold over min. 50 pin nicke Betriebsspannung:
24-002122 2 20 pin Gold tiber min. 50 pin Nickel 2x370pF+ 20% P . 9
24-002121 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel Current rating/ SA
8 30 pin Gold iiber min. 50 pin Nickel Strombelastbarkeit:
24-002133 3 Gold flash over nickel Insulation resistance/ >1GQ
gg'd E'ber’] N'gke' T E5 i okl Isolationswiderstand:
uin hard gold over min. 50 pin nicke . .
24-002132 2 20 in Gold iiber min. 50 yin Nickel 2x830pF+ 20 % Dielectric 300 VDC
24-002131 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel withstanding voltage/
30 pin Gold tiber min. 50 pin Nickel Spannungsfestigkeit (DWV):
24-002143 3 Gold flash over nickel Temperature -25°C ... + 105 °C
Gold tiber Nickel Ki /
24-002142 2 20 pin hard gold over min. 50 pin nickel working range )
) 20 pin Gold diber min. 50 yin Nickel 2 x 1300 pF £ 20 % Umgebungstemperatur:
24-002141 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel Capacitance value/ see table/
30 pin Gold tber min. 50 pin Nickel Kapazitatswert: siehe Tabelle
Mating cycles Quiality class 1 = 500
(see table)/ Gutestufe 1
PCB hole drillings Steckzyklen Q__uahty class 2 =200
(PCB top side)/ (siehe Tabelle): Gutes_tufe 2
Leiterplattenbohrbild Quality class 3= 50
(Leiterplatten Oberseite) Gutestufe 3
24,9903
Materials/
5,49+0,1 Werkstoffe:
27450 4| z Contact/ Cu alloy, Au over Ni
) 11 S 3 Kontakt: Contact tails pretinned/
2x 33,101 . 9 3 Kontaktspitzen verzinnt
T N N
o - Insulator/ High temp. PA UL 94 V-0
j ~ Isolierkérper:
] Shell/ Cu alloy, Sn over Ni
ox @1 »_fg,l Gehause: :
Threaded rear Cu alloy, Sn over Ni
1,37+01 spacer clip/
Gewinde-
4,11+01 Abstandsbolzen-Clip:
Collar/ Cu alloy, Sn over Ni
Scheibe:
Installation specification/
30,89 *0 . Montagedaten:
013 Solder parameter/
24997513 Létparameter:
16.41 102 Solder preheat 100 °C for 30 sec./
0,05 temperature/ 100 °C fiir 30 Sek.
Vorheiztemperatur:
- ‘ N Solder bath temperature/ 260 °C for 5 sec./
mem - Lotbadtemperatur: 260 °C fir 5 Sek.
oM< o 4 -
oo A @ Al Recommended torque max. 6 in.LB/
© W) N value for thread/ max. 67 Ncm
9 Empfohlenes Drehmoment
fur Gewinde:
PCB clip for hole @3,1 mm
10° diameter/
PCB Clip fir
Lochdurchmesser:
9x $0,6+0,05 Circuit board thickness/ 1,6 mm
Leiterplattenstarke:
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) Threaded rear spacer clip/
o Gewinde-Abstandsbolzen-Clip
58—
4-40 UNC ?;3 8 +8 %
1
©
Collar/
Scheibe
‘5’@ dim. in mm D-SUB PI-Filter Female 9pos.
with threaded rear spacer clip
Davelon Nane D-SUB PI-Filter Buchsenleiste 9pol
drawnlo3 112021 Unktier - '_dl erb uc Zez ei's € ’I)O
::’Efj_/ va1L2021| Letmenkiiner mit Gewinde-Abstandsbolzen-Clip
scale/Mastab:
. dwg no / DIN-
Index:  a Original L ® .
g . ’<>I~I e 24K1A2097 o
RoHS compliant/ konform N 1/1
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